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EL NIVEL DE DIGITALIZACION DE LA CONSTRUCCION ES
MUY BAJO SI COMPARADO A OTRAS INDUSTRIAS
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Still in research mode;
no real digital progress
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SOPHISTICATION

Getting to scale in select,
strategic topics—two typical paths
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OCUSED Scaling across current

digital use cases
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¢,Por qué usar 3DCP?

, ~ ico s N0
1. CREACION DE NUEVO DISENO — VALOR ARQUITECTONICO ANADIDO .:“ l
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¢Por que usar 3DCP?  _ .

2. OPTIMIZACION DEL DISENO — AHORRO DE MATERIALES  * i\] :

i

Optimizacion del elemento de hormigon

iUsando el material donde se necesita!

3DCP puede reducir al menos un 50% la
cantidad de hormigoén
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¢,Por qué usar 3DCP?

2. OPTIMIZACION DEL DISENO — AHORRO DE MATERIALES
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¢,Por qué usar 3DCP?

3. AUMENTAR LA EFICIENCIA — ESCASEZ DE MANO DE OBRA

I Unlearning by doing

United States, gross value-added*
Per hour worked, 1947=100

Agriculturej';‘ '
1,200
_ /" Manufacturing

800

1947 60 70 80
Source: McKinsey Global Institute

90 2000 10
*At constant prices
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"t éComo puede

industria de la
construccion

mejorar esto?

.



CONGRESO NACIONAL S0 pl2”

RETOS Y PARADIGMAS EN LA INGENIERIA

BARRANQUILLA |1 AL 3 DE MARZO DE 2023

¢,Por qué usar 3DCP?

AUMENTAR LA EFICIENCIA — ESCASEZ DE MANO DE OBRA

= |ndustria automotriz llega a la tercera revolucion industrial (3.0)
= Construccidon estancada en el nivel “ZERO” (0.0)
= |nnovacién incremental pero no REVOLUCION!
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¢,Por qué usar 3DCP?

No utilice la impresion 3D de hormigdn porque es “chévere” o esta de moda;

Usa 3DCP para AGREGAR VALOR al proceso de construccion!

h. 4 A B
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¢, COMO PUEDE 3CDP AUMENTAR LA EFICIENCIA
EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION’7

Libertad de forma
Nuevo disefio = optimizacion
eliminacion de encofrados de madera

PRODUCTIVIDAD
Rdpido & preciso

Recursos BIM (Building Information Modeling) - Arquitectura,
Ingenieria y Construccion de manera organizada e integrada,
componiendo un solo proyecto de edificacion

Ahorro de materiales - Reduccion de emissions de CO,

h. 4 A B
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¢, COMO PUEDE 3CDP AUMENTAR LA EFICIENCIA
EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION?

Configuracion a la obra
Instalacion

No hay normativas en la industria de construccion

Costos de equipos / material
Analisis costo x eficiencia (ahorros, CO,,....)

Calidad y disponibilidad de material

h. 4 A B
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; CUALQUIER “MORTERO” ES
ADECUADO A 3DCP?




v cousneso NACIONAL “c ol 2

RETOS Y PARADIGMAS EN LA INGENIERIA

BARRANQUILLA |1 AL 3 DE MARZO DE 2023

Qué hemos visto hasta ahora
el‘mercado’?
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cQuién fue el primero? 'W' .
aY cuando? Sabias o BAIlHAII(llIII.lAHAl3DEI|ﬁHZODEZO’

... que la impresiéon 3D de material cementoso data de la década de 1930 con la patente de W.E. Urschel?

March 26, 1935, W. E. URSCHEL

BSKINO HOUSE BUILDING PORM

Piled Dec. 7, 1951

INVENTOR.

tocetiand oAnAl~

By ) A
Llew vfo_,

ATTORNEY .
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Esquema de impresion 3DCP

Bombeo ) E.Iemento
impreso

* Progrdmad : Mezcla'de.mortero = Portico - Egmzs:o = Utilizado para
relb con o sin fibras = Brazo robotico eohada unAvarie dad de
slicin = , DOS O
( g). Agl.'l? . = Vehiculo estandar oA ciones
= QOperaciones Aditivos opcionales motorizado - Mezcladora /
dela . . ezcladora
entos opciona-
impresoras bombeo

Hormigon 5
premezclado (ideal)




cDonde estamos?

2015
Comienzo de Sika

materiales y

Impresora 3D de
l prototipos

2016

Progresion del
material y avance de
la impresora

2017

Impresora a gran
escala
ensamblada

2018
LCA contratada
para fabricar

portico 2019

Pikus compra el
primer portico,
Affentra nger
compra el segundo

Dubai

Primer proyecto
con Besix 3D
con mortero 1K

. 4

2020

Se producen 2
tipos de
morteros, cony
sin fibras
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2021

Se reunié el
equipo Pikus y
comenzo el
desarrollo del
nuevo robot

2021
Material 1K
domesticado en
EUA. Europa,
Singapur

y W N

2022
CET3D
6 productos en el
portafolio

Primer
entrenamiento
3D

mmmm

CONGRESD NACIONAL oo "




DE ol (5

Soluciones en Morteros
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1K 2K
Sikacrete® 752 3D Sikacrete® 7100 3D
Sikacrete® 751 3D Mortero multicomponente
Mortero monocomponente Sikacrete® 3D core system

L
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* Aprox. 3-1/2 minutos para hidratacion = Combinacién de diversas tecnologias

correcta = Velocidad de impression de 1 m/s

* 1 bolsa de material para 16% agua en = Puede producer elementos con grandes
volume inclinaciones

" La impression no es tan rapida, pero casi = Puede hacer elementos cerrados (“cornejo”)
la misma calidad = Puede parary continuar (elementos en cruz)

= Puede imprimir con inclinacion de 15% = Material perfectamente homogéneo

= Extrusién de 3 mma 75 mm = Flujo constante

= Puede ser utilizado con diversos tipos de = Control total de disefio y impresion

mezcladoras, bombas y impresoras
= Soluciéon “universal”

. y VW N
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Datos técnicos:

Incluye:

ContiMix (mezcladora)

Sistema de bombeo

Dosadoras de aditivos

Cabaza de impresion

Controles, software
No incluye silos
Flujo 0.3-1.5t/h
Volumen impresion 5x4x3m to 8x6x4m
Velocidad hasta 1m/s

Acceleracion hasta 4m/s?2

Ancho de impresion_25 a 40 mm

LCA

AUTOMATION

SUG'EDAD
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Pikus
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= Inclinacion 45 grados
= Elementos “cerrados”

' BARRANQUILLA | 1 AL 3 DE MARZO DE 2023
= Columnas largas y delgadas .. )
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AFFENTREZNGER 3DCP
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1K

= Para los que ya
tienen una
impresora 3D y
necesitan tan
solamente de una
“tinta” adecuada
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Americas (Sealy USA)

Chile / Brasil

EMEA
(Rosendahl Germany)

7 2K

SUG'EDAD
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/ APAC (Singapore) \
Domestication of 1K in
process

\_
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3DCP: El Futuro es Hoy!!
h. 4 A B
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